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1. 概述

1.1 简介 

本文档为 THD20F06BD-V10 非接触模块制卡规范，包括 THD20F06BD-V10 产

品非接触模块参数，以及制卡说明。 

本文档仅作为 THD20F06BD-V10 非接触式智能卡，封装指导，不做其他用

途。 

1.2 参考资料 

ISO14443-TYPEA 

ISO14443-TYPEB 

《THD20F06BD 设计规范》 

《THD20F06BD 产品规范》 

《THD20F06BD-V10 谐振电容测试报告》 
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2. 封装说明

2.1 模块概貌图及尺寸 

模块封装采用 XOA2 形式，由芯片、引线框架、金丝、粘片胶和模塑料组

成，采用注塑封装的方法形成固定外形结构。模块外形图如下： 

数值 
物理参数 

最小 典型 最大 
单位 备注 

模块包封 X尺寸 4.75 4.80 4.85 mm 

模块包封 Y尺寸 4.95 5.00 5.05 mm 

模块厚度 3.90 4.00 4.10 mm 

模块 X偏移 0.075 mm 

模块 Y偏移 0.075 mm 
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3. 制卡说明

3.1 卡片天线 

示意图如下： 

3.2 天线参数 

建议天线： 

线圈长（外径）：79 mm 

线圈宽（外径）：48 mm 

线经：0.2 mm 

线距：0.3 mm 

匝数：3 圈线圈 

实际做出的性能可能与预期有一些差距，需要制卡方在上面尺寸的基础

上，在 10%范围内进行微调，调整目标是谐振频率为 14.2MHz。 

3.3 环境要求 

封卡及层压过程中需要做好 ESD 的防护，做好接地（导体）和除静电（绝

缘体）处理。 
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